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(§) Dei Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anord- 
nung und ein Verfahren anzugeben. mit denen mechanische 
Spannungen weitgehend dadurch vermieden werden, daS 
das Chip schichtmittig in einer nahezu idealsymmetrisch 
fce*chichteten, laminierten Plastikkarte angeordnet wird. 
ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost. daS 
die Antennenspule und ihre Zuleitungen und/oder ihre 
Kontaktstellen auf einer Leiterbahnfolie aus flexiblem, elek- 
trisch isolierendem Tragermaterial aufgebracht sind. daB 
sich die Leiterbahnfolie nahezu schichtmittig im Chipkarten- 
laminat befindet. daB sich jedes Halbleiterchip in einem 
Chipgehause befindet daS das Chipgehause mittig im 
'^Fipkartenlamihat angeordnet ist und daB schichtmittig im 
Chipgehause eine Gehausefolie aus elektrisch isolierendem. 
flexiblem Material angeordnet ist, die aus dem Gehause 
herausragt und die aus dem Chipgehause fuhrenden euBe- 
ren elektrischen Leitungen mit den auBeren AnschluBstellen 

Centhalt. . 
Die Erfindung betrifft eine kontaktlose Chipkarte mit Anten- 
nenspule. bestehend aus einem aus mehreren Schichten 
laminierten Plastkorper, der mindestens ein Halbleiterchip. 
eine Antennenspule und Zuleitungen enthalt und ein Verfah- 
ren zu ihrer Herstellung. 
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Die Erfindung betrifft eine kontaktiose Chipkarte mit 
Antennenspule und ein Verfahren zu ihrer Herstellung 
gemaB dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 . 5 

Die Daten- und Energieiibertragung zwischen kon- 
taktlosen chipkarten und den Schreib- und Lesestatio- 
nen wird mittels induktiver Kopplung, Mikrowelle oder 
kapazitiver Einkopplung realisiert. Sende- bzw. Emp- 
fangsmittel sind Antennen oder metallische Flachen in 10 
der Chipkarte. Urn die bestehenden Abmessungsnor- 
men und die Anforderungen an die mechanische Belast- 
barkeit von plastikkarten zu erfullen, ist es erforderlich, 
daB die beim Gebrauch der Chipkarte auftretenden me- 
chanischen Krafte keine Beschadigung des oder der 15 
Halbleiterchips, der eiektrischen Verbindungen oder 
der Sende- und Empfangsmittel, die im folgenden An- 
tenne genannt werden, verursachen. 

Im Stand der Technik ist es beispielsweise nach DE- 
OS 32 35 650 bekannt, die Chips auf eine flexible Leiter- 20 
folie mittels Bondverfahren zu befestigen. 

Weiter ist es nach DE-OS 29 20 012 bekannt, die 
Chips mittels Direktkontaktierungsverfahren zu mon- 
tieren. Bei diesen Verfahren wird der mechanische 
Schutz des Chips und der Kontaktleitungen zwischen 25 
Chip und Leiterkarte mit einer hartbaren GieB- bzw. 
Abdeckmasse vorgenommen. Zum mechanischen 
Schutz des Chips und zur Vereinfachung der Montage 
werden nach DE 89 09 027 Ul bzw. G 89 09 027.6, DE- 
OS 34 20 051 sowie nach EP 0 21 1 360 Schutzringe, Ge- 30 
webeplattchen und ahnliche Materialien bzw. Anord- 
nungen angewendet 

Nachteilig bei diesen Anordnungen und Verfahren ist, 
daB die Leiterplatte schichtunsymmetrisch in die Pla- 
stikkarte laminiert wird, was zu erhohten Zugspannun- 35 
gen an den Leiterbahnen im Biegefall fiihrt Ebenso ist 
nachteilig, daB das Chip nicht exakt mittig im Laminat 
liegt Die Materialschichtung der gesamten Plastikkarte 
und besonders im chipbereich ist unsymmetrisch bezo- 
gen auf die mittige Schichtebene der Plastikkarte. Im 40 
Biegeund Torsionsfall der Plastikkarte treten bedingt 
durch diese materiaimaBigen und anordnungsmaBigen 
Inhomogenitaten mechanische Spannungsspitzen auf, 
die zur Zerstdrung bestimmter Materialien und damit 
zum Funktionsausfall der gesamten Plastikkarte fuhren 45 
konnen. Ein weiterer Na-.hteil ist, daB eine schicht- und 
materialunsymmetrisch aufgebaute Plastikkarte zur 
Durchbiegung neigt 

Im Stand der Technik wurde versucht, diese Nachteile 
durch den Einsatz sehr flacher Miniaturgehause teilwei- 50 
se zu umgeheni Solche Losungen sind beschrieben in 
I EE, Nov. 1991. S. 46-49, Titel: Technology Eucoura- 
ges Memory Card. Markt Growth". Ungunstig sind hier 
der kostenaufwendige Tape-Automatic-Bonding-Pro- 
zess und die relativ hohen Gehausekosten. Eine ahnliche 55 
Geometrie und Herstellungstechnologie weist das von 
der Fa. Siemens propagierte Mikropack (Siemens- 
Druckschrift B 1-83166) auf. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine An- 
ordnung und ein Verfahren anzugeben, mit denen me- $o 
chanische Spannungen weitgehend dadurch vermieden 
werden, daB das Chip schichtmittig in einer nahezu ide- 
alsymmetrisch geschichteten, laminierten Plastikkarte 
angeordnet wird. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch geldst, 65 
daB die Antennenspule und ihre Zuleitungen und/oder 
ihre Kontaktstellen auf einer Leiterbahnfolie aus flexi- 
blem, elektrisch isolierendem Material aufgebracht sind, 



daB sich die Leiterbahnfolie nahezu schichtmittig im 
Chipkartenlaminat befindet, daB sich jedes Halbleiter- 
chip i n einem Chipgehause befindet. daB das Chipge- 
hause Tn7ttig~Tm Chipkartenlaminat angeordnet ist und 
daB schichtmittig im Chipgehause eine Gehausefolie aus 
elektrisch isolierendem, flexiblem Material angeordnet 
ist, die aus dem Gehause herausragt und die aus dem 
Chipgehause fuhrenden auBeren eiektrischen Leitungen 
mit den auBeren AnschluBstellen enthalL 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Patemanspnichen 2 bis 18 beschrieben. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird eine Lei- 
terbahnfolie aus flexiblem, elektrisch isolierendem Tra- 
germaterial, vorzugsweise mit einer Dicke von groBer 
oder gleich 25 u.m, einseitig mit Leiterzugen fiir die An- 
tenne und fiir die Kontaktierung von Kondensatoren 
oder Widerstanden und Chipgehausen versehen. Die 
Leiterbahnfolie besitzt mindestens einen Durchbruch 
zur einseitigen Aufnahme des Chipgehauses. Besteht die 
Leiterbahnfolie aus einem Material, das mit den weite- 
ren Laminatlagen der Plastkarte nicht verschweiBbar 
ist, wird die Leiterbahnfolie mindestens urn eine entlan^ 
des kunftigen Kartenrandes umlaufende groBer gleich 
2 mm breite Randzone kleiner als die Kartenflache aus- 
gebildet Das Halbleiterchip befindet sich in einem 
schichtsymmetrischen Chipgehause, aus welchem mittig 
eine Gehausefolie aus flexiblem, elektrisch isolierendem 
Material der Dicke von vorzugsWeise kleiner gleich 
100 u,m ragt Die Gehausefolie tragt mindestens einsei- 
tig Leiterzuge zur Kontaktierung des Chips, wobei die 
Leit^rzuge in auBeren AnschluBstellen enden. 

Das Chipgehause wird einseitig so in den Durchbruch 
der Leiterbahnfolie gelegt, daB die auBeren AnschluB- 
stellen der Gehausefolie und die zugeordneten Kon- 
taktstellen der Leiterbahnfolie aufeinarider liegen. Ge- 
hausefolie und Leiterbahnfolie werden durch Kleben 
oder SchweiBen zusammengeheftet AnschlieBend wer- 
den entsprechend der beabsichtigten Dicke und Gestal- 
tung der Plastikkarte Laminatfolienlagen entsprechend 
der Gehlusedicke mit Durchbruchen versehen und mit 
Laminatfolien ohne' Durchbruchen unter bzw. auf die 
gehefteten Leiterbahn- und Gehausefolien geschichtet 
und zusammenlaminiert Vorzugsweise wird dabei wie 
folgt geschichtet: 

Leiterbahnfolie mit einer Dicke von vorzugsweise 50 
u,m; Gehausefolie, vorzugsweise 70ujn dick; Auflagc 
einer Laminatfolie auf der Leiterbahnfolie, vorzugswei- 
se in der Dicke der oberen Gehausehalfte von vorzugs- 
weise 200 u>m und mit einem Durchbruch in der GroBe 
der Gehauseflache; Unterlage einer Laminatfolie in der 
Dicke der unteren Gehausehalfte, vorzugsweise 200 u.m 
mit einem Durchbruch vorzugsweise in GroBe der Ge- 
hauseflache und Unterschichtung bzw. Oberschichtuhg 
des so entstandenen Laminatpaketes mit weiteren, nicht 
durchbrochenen Folien. 

Die erfindungsgemafle Anordnung und das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren ermoglichen es, den Schichten- 
aufbau der Chipkarte und des oder der in ihr einge- 
schlossenen Chips, der eiektrischen Leitungen und zu- 
satzlichen Schutz schichten vollig symmetrisch bezogen 
auf die Schichtmitte der Chipkarte vorzunehmen, und 
damit eventuelle, durch konstruktive und materialbe- 
dingte Unsymmetrien verursachte mechanische Span- 
nungsspitzen bei mechanischer Belastung der Chipkar- 
te, insbesondere bei Biegebelastungen. zu vermeiden. 

Das Laminat besteht uber alle Schichten aus gleichem 
oder ahnlichem Material; die Leitbahnebenen befinden 
sich nahezu in der idealen Schichtmitte des Laminatver- 
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bundes, das Chipgeha J^^efindet sich in der idealen 
: Mitte des Schichtverbundes, und alle Schichten sind zu- 
mindest an den Kantenrandern miteinander fest ver- 
schweiBi, wenn die Leitbahn- und Gehausefolie aus 
nicht mil den Laminatfolien verschweiBbarem Material 5 
besteht. Es besteht vollige Schichtsymmetrie aller Mate- 
rialien an alien Stellen der Plastikkarte. 

Aufgrund der moglichen groBflachigen Ausfiihrung 
der auBeren AnschluBstellen und der Kontaktstellen so- 
wie der mechanischen Justierung und Arretierung der 10 
Gehausehalften in den Durchbruchen, ist ein einfaches 
Zusammenbringen der Folien moglich. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB doppelseitige 
Leiterzuge zur Realisierung von Kreuzungen der Lei- 
terzuge im Kreuzungsbereich oder die partielle lsolie- 15 
rung von einseitigen Leiterzugen auf der relativ kleinen, 
dadurch kostengiinstigeren. Gehausefolie angebracht 
werden konnen und daB die Leiterbahnfoiie nur einsei- 
tig mit Leiterbahnen und ohne zusStzliche Isolierungen 
kostengiinstig ausgefuhrt werden kann. 20 

Durch die Auftrennung der Leiterplatte in Leiter- 
bahnfoiie und Gehausefolie kann der-Chipkontaktie- 
rungsprozeB und die Gehauseherstellung kpstengunstig 
auf Gehausefolienstreifen ausgefuhrt werden. Damit 
' sind AntennengroBen und Chiptypen beliebig bis kurz 25 
vor dem LaminatmontageprozeB kombinierbar. 

Weiterhin ist es vorteilhaft auf der Gehausefolie bzw. 
in den Durchbruchen der Gehausefolie Kondensatoren 
oder Widerstande zu befestigen. Ein Vorpriifen des 
Chips mit Elementen der auBeren Beschaltung ist mdg- 30 
lich, der Montage- und PrufprozeB kann an gut hantier- 
baren, endlosen Leiterstreifen durchgefuhrt werden. 

Auch ist es gunstig, alle Laminatlagen mit Ausnahme 
der Gehausefolie im Mehrfachnutzen anzuordnen, urn 
eine hone Produktivitat beim Laminieren zu erreichen. 35 

Wird ein mit dem Material der Laminatlagen nicht 
verschweiBbares Tragermaterial fur die Leiterbahnfoiie 
eingesetzt, kann der Mehrfachnutzen der Leiterbahnfo- 
iie so mit Durchbruchen versehen werden, daB die ein- 
zelnen Antennenspulen untereinander in^den Randzo- 40 
nen durch Durchbruche getrennt und nach auBen hin 
nur uber schmale Haltestege miteinander verbunden 
sind. 

Weiterhin ist es zweckmiBig, in die Leiterfolie in den 
nicht von den Antennenleiterzugen oder der Gehause- 45 
folie abgedeckten Bercichen Vernetzungsdurchbruche 
anzuordnen. In diesen Durchbruchen verschweiBt sich 
das Material der oberen und der unteren Laminatlage 
und verbessert so die Gesamtfestigkeit der Karte. 

Vorteilhaft ist ferner, zur Verbesserung der Haftfe- 50 
stigkeit zwischen der Thermoplastlaminatschicht und 
der Gehauseoberflache, auf die Gehauseoberflache ein 
thermoplastisches Material, vorzugsweise in Ldsungs- 
mittel geldstes thermoplastisches Material, aufzutragen. 

Weiterhin ist es vorteilhaft, die Gehauseoberflache 55 
mit einem elektrostatisch schirmenden Material zu bele- 
gen. 

SchlieBlich ist es gunstig, mehrere Chips und ihre Ge- 
hausefolien in einer Chipkarte anzuordnen; der Funk- 
tionsumfang und der Speicherbereich von Chipkarten 60 
lassen sich dadurch momageflexibel auf einfache Art 
und Weise erhohen. 

Alle die genannten Verfahrensweisen und Vorteile 
lassen sich sinngemaB auch bei der Herstellung kontakt- 
behafteter Chipkarten sowie bei der Herstellung lami- 65 
nierter Erzeugnisse mit einlaminierten elektronischen 
Schaltungen, deren Gestalt von einer Chipkarte ab- 
weicht sowie bei ahnlichen Erzeugnissen anwenden. 



Die Erfindul^Rird im folgendem anhand eines Aus- 
fiihrungsbeispieles naher erlauten. In den zugehorigen 
Zeichnungenzeigen: 

Fig. 1 die Draufsicht auf eine Leiterbahnfoiie, 
Pig. 2a die Gehausefolie in Draufsicht mit kurzge- 
schlossenen AnschluBleitungen, 
Fig. 2b die Gehausefolie in Seitenansicht. 
Fig. 3 die Leiterbahnfoiie nach dem Auflegen der Ge- 
hausefolie, 

Fig. 4 die Lage des Chipgehauses mit Gehausefolie im 
Schnitt, 

Fig. 5 einen Leiterbahnfolienutzen auf dem mehrere 
Leiterbahnfolienstucke zeilen- und spaltenweise ange- 
ordnet sind, 

Fig. 6 einen Querschnitt durch eine Laminatfolienan- 
ordnung unmittelbar vor dem Laminieren. 

Fig. 1 zeigt die Draufsicht auf die Leiterbahnfoiie 6 
fur eine kontaktlose Chipkarte. Entlang der Chipkarten- 
peripherie ist die Antennenspule 7 mit der Zuleitung 8 
und den Kontaktstellen 10 angeordnet Der Durchbruch 
11 hat die urn einen Toleranzzuschlag erhohte GroBe 
des Chipgehauses 1. Der Durchbruch 11 liegt aufierhalb 
der am starksten biegebelasteten Zonen (Mittelachsen) 
der Chipkarte. 

In Fig. 2a ist die Gehausefolie 4 in Draufsicht und in 
Fig. 2b in Seitenansicht abgebildet Im Chipgehause 1 
befindet sich in zentraler Lage das Halbleiterchip Z All- 
seitig aus dem Chipgehause 1 ragt die Gehausefolie 4, 
die auf der Oberseite die auBeren elektrischen Leitun- 
gen 3 tragt, welche mit den auBeren AnschluBstellen 5, 
die sich auf der Unterseite der Gehausefolie 4 befinden, 
bereits durch den HerstellungsprozeB der Folie kontak- 
tiert sind. Die Seiten des Chipgehauses 1.1 und \J2 sind 
im Beispiel je 200 urn dick. Die Dicke der Gehausefolie 
4 betragt 80 um, die GroBe der auBeren AnschluBstellen 
und Kontaktstellen je 1,0 x 1,0 mm 2 . Die Gehausefolien- 
stucke 4 sind im HerstellungsprozeB in Form eines Ge- 
hausefolienbandes 19 angeordnet 

Weiterhin ist die Gehausefolie 4 dargestellt, bei der 
an den AnschluBleitungen 3 eine KurzschluBbrucke 21 
angebracht ist Das Abtrennen der KurzschluBbrucke 
21 von den auBeren elektrischen Leitungen 3 erfolgt 
zweckmaBigerweise durdi den Trennschnitt der Gehau- 
sefolie 4 vom Gehausefoiienband 19; der durch die 
Trennschnittlinien 23 dargestellt ist Dabei konnen Ge- 
hausefolie 4 und/oder die AnschluBstellen 5 wahrend 
der Montage- und Prufarbeitsgange mit einem mit elek- 
trischen Kontakten versehenen Aufnehmer verbunden 
werden! Die Verbindung ist beispielsweise wahrend des 
Abtrennens und wahrend des Aufsetzens auf die Leiter- 
bahnfoiie 6 moglich. AuBerdem kann der elektrisch lei- 
tende Aufnehmer so geschaltet werden, daB die auBeren 
elektrischen Leitungen 3 kurzgeschlossen und geerdet 
sind. Mitunter ist es auch zweckmaBig, daB die Gehause- 
folie 4 nach dem Abtrennen und wahrend des Handlings 
und gegebenenfalls Aufsetzens durch den mit elektri- 
schen Kontakten versehenen Aufnehmer so aufgenom- 
men wird, daB wahrend des Handlings der Gehausefolie 
4 die elektrische Priifung und/oder Programmierung 
des auf der Gehausefolie 4 befindlichen Halbleiterchips 
2 vollzogen werden kann. 

Es ist weiterhin moglich, daB die Antennenspule 7 auf 
der Leiterbahnfoiie 5 vor und wahrend des Aufsetzens 
der Gehausefolie 4 geerdet wird oder/und daB die elek- 
trischen Kontakte des Aufnehmers vor und/oder nach 
der elektrischen Priif- und/oder Programmierung des 
Halbleiterchips 2 so geschaltet werden, daB die elektri- 
schen Leitungen 3 der Gehausefolie 4 geerdet sind. 
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Bezugszeichenliste 

1 Chipgehause 1.1, 1.2 Seiten des Chipgehauses 

2 Halbleiterchip 

3 auBere elektrische Leitung 

4 Gehausefolie 

5 AnschluBstellen 

6 Leiterbahnfolie 

7 Antennenspule 

8 Zuleitungen der Antennenspule 

9 Randzone 

10 Kontaktstellen 

11 Durchbruch 

12 Widerstand 

13 Vernetzungsdurchbruche 
14Verbindung 

15 Laminatfolie 

16 unterste Laminatfolie 
17oberste Laminatfolie 
18 Nuizen 



10 



15 



In Fig. 3 ist die Leiterbahnfolie 6 nach dem Positionie- 
ren und Auflegen der Gehausefolie 4 dargestellt. Eine 
Gehausehalfte 1.1 liegt passend im Durchbruch 11 der 
Leiterbahnfolie 6. Direkt auf den Kontaktstellen 10 der 
Leiterbahnfolie 6 liegen deckungsgleich die auBeren 
AnschluBstellen 5 der Gehausefolie 4. Die Gehausefolie 
4 wurde thermisch an der Leiterbahnfolie 6 an der Ver- 
bundstelle 13 angeheftet 

Fig. 4 zeigt im Ausschnitt die Lage des Chipgehauses 
1 und seiner Gehausefolie 4 nach dem Positionieren auf 
der Leiterbahnfolie 6 und dem Anheften iiber die Ver- 
bundstellen 13. Auf der Kontaktstelle 10 der Leiter- 
bahnfolie 6 liegt direkt die auBere AnschluBstelie 5 der 
Gehausefolie 4. Die auBere AnschluBstelie 5 und die 
auBere elektrische Leitung 3 der Gehausefolie 4 sind 
miteinander iiber die Durchkontaktierung 22 durch die 
Gehausefolie 4 elektrisch verbunden. Dadurch ist es 
moglich, die auBeren elektrischen Leitungen 3 der Ge- 
hausefolie 4 elektrisch isoliert Ober die sie kreuz enden 
Windungen der Antennenspule 7 der Leiterbahnfolie 6 20 
zu fiihren. 

Werden mehrere Leiterbahnfolienstucke zeilenweise 
und spaltenweise angeordnet ergibt sich der in Figur 5 
dargestellte Leiterbahnfoliennutzen 18. Die Auftren- 
nung des Nutzens 18 in einzeine Plastikkarten erfolgt 25 
nach dem Laminieren des Nutzens 18. 

Fig. 6 erlautert ein Beispiel einer Laminatfolienan- 
ordnung unmittelbar vor dem Laminieren. Die oberste 
Laminatfolie 17 und die unterste Laminatfolie 16 sind 
thermoplastische, klare Laminatfolien der Dicke von 50 30 
... 80 um Sie befinden sich auf Laminatfolien 15 der 
Dicke von 100 u.m. Diese Folien 15, 16 und 17 weisen 
keine Durchbruche 1 1 auf. Auf der — von unten gese- 
hen — zweiten Laminatfolie 15 liegt eine 200 u.m dicke 
Laminatfolie 15, in dessen Durchbruch 11 eine Seite 1.2 
des Chipgehauses 1 liegt. Die Leiterbahnfolie 6 liegt auf 
der Gehausefolie 4, so daB die Kontaktstellen 10 der 
Leiterbahnfolie 6 und die AnschluBstellen 5 der Gehau- 
sefolie 4 sich beriihren. Darauf folgt eine 200 jim dicke 
Laminatfolie 15 mit einem Durchbruch 11 in der GroBe 
der Flache einer Seite 1.1 des Chipgehauees 1. Im Bei- 
spiel bestehen die Folien 15, 16 und 17 aus Polycarbonat 
und die Folien 4 und 6 aus Polyester bzw. aus Epoxid- 
Glasgewebe FR4. Die Oberflache des Chipgehauses 1 
tragt eine Beschichtung 20 zur Verbesserung der Haft- 
festigkeit der Polycarbonatschichten auf dem Gehause 
1. 



19 Gehausefolienband 

20 Gehauseoberflachenbeschichtung 

21 KurzschluBbriicke 

22 Durchkontaktierung 

23 Trennschnittlinie 

24 Haltestege. 

Patentanspruche 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



1. Kontaktlose Chipkarte mit Antennenspule, be- 
stehend aus einem aus mehreren Schichten thermo- 
plastischen Materials laminierten Plastkorper, der 
mindestens ein Halbleiterchip, eine Antennenspule 
und Zuleitungen enthalt, wobei die Antennenspule 
und die Zuleitungen vor dem Laminieren auf einer 
Schicht eines elektrisch isolierenden Materials auf- 
gebracht wurden und bei der das Halbleiterchip 
und die zu ihm fuhrenden Kontaktleitungen voll- 
standig von einer Schutzschicht umgeben sind, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— die Antennenspule (7) und ihre Zuleitungen 
(8) und/oder ihre Kontaktstellen (10) auf einer 
Leiterbahnfolie (6) aus flexiblem, elektrisch 
isolierendem Material aufgebracht sind, 

— sich die Leiterbahnfolie (6) nahezu schicht- 
mittig im Chipkartenlaminat befindet 

— sich jedes Halbleiterchip (2) in einem Chip- 
gehause (1) befindet, 

— das Chipgehause (1) mittig im Chipkartenla- 
minat angeordnet ist und 

— schichtmittig im Chipgehause (1) eine Ge- 
hausefolie (4) aus flexiblem, elektrisch isolie- 
rendem Material angeordnet ist, die aus dem 
Gehause herausragt und die aus dem Chipge- 
hause (1) fuhrenden auBeren elektrischen Lei- 
tungen (3) mit den auBeren AnschluBstellen (5) 
enthalt 

2. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf der Leiterbahnfolie (6) ein- 
lagig eine Leiterbahnschicht fur die Antennenspule 
(7) und deren Kontaktstellen (8, 10) aufgebracht ist 
und daB auf der Gehausefolie (4) auBere elektrische 
Leitungen (3) mit Anschlussen (5) zur Realisierung 
der erforderlichen elektrisch isolierten Leitbahn- 
kreuzungen zweilagig angeordnet sind. 

3. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf der Leiterbahnfolie (6) ein- 
lagig eine Leiterbahnschicht fur die Antennenspule 
(7) und deren Kontaktstellen (8, 10) aufgebracht ist 
und daB auf der Gehausefolie (4) auBere elektrische 
Leitungen (3) mit Anschlussen (5) zur Realisierung 
der erforderlichen elektrisch isolierten Leitbahn- 
kreuzungen die Gehausefolie (4) einlagige Leiter- 
bahnen hat und zur Gewahrleistung der elektrisch 
isolierten Kreuzungen mit der Leiterbahnfolie (6) 
die auBeren elektrischen Leitungen (3) der Gehau- 
seleiterfolie (4) im Kreuzungsbereich mit einem ge- 
genuber Laminiertemperatur- und -druck bestandi- 
gen Elektroisolierstof f partiell beschichtet sind. 

4. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiter- 
bahnfolie (6) Durchbruche (11) in der GroBe der 
aufzunehmenden Chipgehause (1) aufweist 

5. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Chipgehause (1) und die 
aus ihm ragende leiterbahntragende Gehausefolie 
(4) so auf der Leiterbahnfolie (6) positioniert wird. 
daB je eine Kontaktstelle (10) der Leiterbahnfolie 
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(6) und je eine auBere AnschluBstelle (5) der Ge- 
hausefolie (4) iibereinander liegen und daB eine Sei- 
te (1.1, 1.2) des Chipgehauses (1) sich in einem der 
Durchbruche (1 1) der Leiterbahnfolie (6) befindet. 

6. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Ansprii- 5 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
hausefolie (4) und die Leiterbahnfolie (6) zumindest 
partiell durch Kleben oder thermische Verfahren 

an ihren Verbundstellen (13) miteinander verbun- 
den sind. 10 

7. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet, daB auf der 
Gehausefolie (4) oder in Durchbriichen (11) der 
Gehausefolie (4) und mit deren auBeren elektri- 
schen Leiterbahnen (3) elektrisch verbundene Wi- 15 
derstande (12) oder Kondensatoren angeordnet 
sind. 

8. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 1 bis 6 t dadurch gekennzeichnet, daB auf der 
Leiterbahnfolie (6) bzw. in Durchbriichen (11) der 20 
Zuleitungen (8) und mit deren auBeren elektrischen 
Leiterbahnen (3) elektrisch verbundene Widerstan- 
de (12) oder Kondensatoren angeordnet sind. 

9. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB weitere 25 
Laminatfolien entsprechend der Dicke und Lage 
des Chipgehauses (1), der Gehausefolie (4) und 
eventueller Widerstande (12) und Kondensatoren 
Durchbruche (11) aufweisen und daB mindestens 
die unterste und oberste Laminatfolie (16, 17) der 30 
Chipkarte keine Durchbruche besitzen. 

10. Kontaktlose Chipkarte nach einem der Anspru- 
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
hauseoberflachen zumindest partiell mit einer Ge- 
hauseoberflachenbeschichtung (20) versehen sind, 35 
die sich mit dem thermoplastischen Material beim 
Laminieren verbindet 

11. Verfahren zur Herstellung einer kontaktlosen 
Chipkarte mit Antennenspule mit einem aus meh- 
reren Schichten thermoplastischen Materials lami- 40 
nierten Plastkorper, wobei die Antennenspulen und 
Zuleitungen vor dem Laminieren auf einer Schicht 
eines elektrisch isolierenden Materials aufgebracht 
wurden und wobei das Halbleiterchip und die zu 
ihm fuhrenden Kontaktleitungen vollstandig von 45 
einer Schutzschicht umgeben sind, gekennzeichnet 
durch folgende Verfahrensschritte: 
Zusammenbringen der AnschluBstellen (5) der au- 
Beren elektrischen Leitungen (3) eines Chipgehau- 
ses (1) mit den Kontaktstellen (10) der Leiterbahn- 50 
folie (6) und anschlieBendes Verbinden durch Lami- 
nieren. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Laminieren in zwei Stuf en erfolgt, 
wobei in einer ersten Stufe die Leiterbahnfolie (6) 55 
und durchbrochene Laminatfolien (15) aufgelegt 
und laminiert werden bis die Dicke des Laminats 
groBer oder gleich der Dicke des Chipgehauses (1) 
erreicht ist und in einer zweiten Stufe in einem 
weiteren Laminiervorgang daruber und darunter 60 
Laminierfolien (15, 16, 17) ohne Durchbruche lami- 
niert werden, wobei die Laminier-Temperatur in 
der zweiten Stufe kleiner oder gleich der Laminier- 
temperatur fur die erste Stufe gewahh wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 65 
gekennzeichnet, daB die Leiterbahnfolie (6) und die 
weiteren Laminatschichten (15. 16, 17) in Langs- 
und Querrichtung mehrfach nebeneinander in ei- 
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nem Nutzen (18) angeordnet werden und nach dem 
Laminieren in chipkartengroBe Flachen getrennt 
werden. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 13. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gehausefolie (4) 
mit dem Chipgehause (1) in Bandform (19) auf Vor- 
rat gefertigt werden und vor dem Positionieren von 
Gehausefolie (4) und Chipgehause (1) zu Leiter- 
bahnfolie (6) ein Gehausefolienabschnitt (4) mil 
Chipgehause (I) vom Band (19) geschnitten wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach dem Positionieren der Gehause- 
folie (4) und des Chipgehauses (1) auf der Leiter- 
bahnfolie (6) oder in deren Durchbriichen (11) die 
Gehausefolie (4) und die Leiterbahnfolie (6) zumin- 
dest partiell durch Kleben oder thermische Verfah- 
ren an den Verbundstellen (13) miteinander ver- 
bunden werden. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die auBeren elektri- 
schen Leitungen (3) der Gehausefolie (4) elektrisch 
untereinander durch eine KurzschluBbriicke (21) 
verbunden sind und die KurzschluBbriicke (21) vor 
dem Aufsetzen der Gehausefolie auf die Leiter- 
bahnfolie (6) aufgetrennt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Abtrennen der KurzschluBbriicke 
(21) von den auBeren elektrischen Leitungen (3) 
durch den Trennschnitt der Gehausefolie (4) vom 
Gehausefolienband (19) erfolgt. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gehausefolie (4) 
und/oder die Leiterbahnfolie (6) wahrend der Mon- 
tage- und Priifarbeitsgange mit einem mit elektri- 
schen Kontakten versehenen Aufnehmer verbun- 
den sind 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnfolie 
(6) in Langs- und Querrichtung mehrfach nebenein- 
ander in einem Nutzen (18) angeordnet werden und 
mit Haltestegen (24) miteinander verbunden sind. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnfolie 
(6) Vernetzungsdurchbruche (14) aufweisL 
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